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证券代码：688261                                  证券简称：东微半导 

 

苏州东微半导体股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

 

                                                    编号：IR2024-002 

投资者关系活动类别 

 特定对象调研 □分析师会议 

□媒体采访     □业绩说明会 

□新闻发布会   □路演活动 

□现场参观    □电话会议 

□其他  

参与单位名称 
中信证券、人保资产、中欧基金、建信资管、中韩

人寿、工银安盛 

会议地点 
江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号纳米城东南

区 65 栋苏州东微半导体股份有限公司会议室 

上市公司接待人员姓名 
龚轶（董事长兼总经理）、李麟（董事兼董事会秘

书）、张威（投资者关系总监） 

交流时间 2024 年 7 月 11 日  

投资者关系活动主要内容

介绍 

问题一：印象里公司在光储领域收入占比较高，目

前单季度大概是什么情况，能否分拆一下下游应用

领域的结构变化？ 

答：目前下游应用领域仍然主要分布在新能源汽车

直流充电桩领域、各类工业和通信电源领域，包括

数据中心和算力服务器电源，光伏和储能领域、车

载充电机领域等，消费类产品占比较低。具体的占

比情况以公司披露的 2024 年半年度报告为准。 

 

问题二：公司一直以来的特色是比较懂工艺，研发
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生产一款产品，需要跟代工厂有比较强的配合，在

工艺端有很强的突破，这方面之前可能是在海外工

厂做的比较好，请问公司是如何解决工艺配合问题，

是否主要跟华虹配合？ 

答：公司长期以来与上游供应商保持长期稳定的战

略合作关系与高效的联动机制，具有与上游供应商

合作并实现深度定制化开发的能力。由于功率器件

的制造工艺较为特殊，特别是高性能产品的开发需

要器件设计与工艺平台的深度结合，研发团队需对

晶圆厂的基准工艺平台进行深度优化和定制设计。

在产品研发阶段，公司会与晶圆厂进行深度的共同

讨论，通过多次反复工艺调试，使得晶圆厂的工艺

能更好地实现公司所设计芯片的性能，最终推出经

优化的产品，更好地贴合终端客户的需求。在这个

过程中，晶圆代工厂的工艺能力亦在双方互相协作

中获得优化和提升，实现了双方技术能力的相互促

进和提升。在产能相对缓和的时候，我们完成了大

量之前积累的研发工作，像 8英寸到 12 英寸的产品

转产工作，进一步优化产品成本。 

 

问题三：上游产能的变化情况对公司的定价策略有

何影响？ 

答：公司拥有众多行业标杆、工业级和新能源汽车 

客户，我们希望提供性能和质量更优、可靠性更高 

的产品给客户，与客户有更深度的长期稳定的合作

关系。公司着眼于长远利益，会依据上下游供给关

系、上游晶圆成本的变化等因素综合考量，尽量维

持合理的价格与毛利，维护双方的长期合作关系，

这是公司一贯以来的市场策略。 
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问题四：作为一家功率器件公司，为什么不选择 IDM

模式？ 

答：目前半导体行业整体呈现 IDM 模式与 Fabless

模式共存的局面，同时由于半导体行业的周期性特

点，IDM 与 Fabless 模式各有优缺点。公司作为一家

技术驱动型的专业的半导体功率器件设计及研发企

业，自成立以来始终采用 Fabless 的经营模式，专

注于芯片的研发与销售。在目前上游产能相对充足

的情况下，如何用好代工厂的资源，与代工合作伙

伴依托各自在技术、产能等方面的优势，共同开发

出更多优秀的产品系列，进而提高各自的竞争力，

尤为重要。 

 

问题五：从长远发展来看，公司觉得比较满意的阶

段，应该达到什么样的水平或状态？ 

答：企业发展是没有止境的，现在产业链相对成熟，

市场机遇较大，我们能抓住的机会也很多，关键在

于能否执行好。公司可以做的事情很多，短期来说

比如在第三代半导体领域做出更好的产品，形成更

规模化的销售。我们一直定位在做难做的产品，理

想状态是每条产品线都能均衡发展，相信未来公司

会有更大的进步。 

 

注：本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明，

其他相关介绍、交流情况可参阅近期《投资者关系

活动记录表》之内容和已对外披露正式公告。 

来访时间 2024 年 7 月 11 日 

 


